
 

2019年度 国立台湾科技大学サマープログラム 

募集要項 
 

 

【募集概要】 

 本プログラムでは、国立台湾科技大学（台北市内）での講義受講、現地学生との交流、台湾の文化学習、台湾を代表

する企業の訪問、英語によるプレゼン等が予定されています。 

 

【派遣先】 国立台湾科技大学 （台湾 台北市）  
 

【渡航期間】2019年8月18日(日)～8月30日（金）（13日間）※8月18日はレジストレーションのみ  
 

【費用】 8,000台湾ドル  現地でのレジストレーション時に台湾ドルで支払ってください。 

（授業料、宿泊費、ワークショップ材料費、異文化交流パーティー参加費、企業訪問時の交通費等含む） 

＊航空券は学生自身で手配してください。 

＊大学の指定する危機管理サービス＆海外旅行保険に加入してください。 

【応募資格】 

1. 工学院、物質理工学院、環境・社会理工学院に所属する正規課程学生(学士課程、修士課程、博士課程の学生)。 

国籍・性別・学年は不問。 

2. 現地で英語授業を聴講する程度の語学力を有していることが望ましい。 

 

【募集人数】20名 
 

 

【選考方法】書類審査 

*応募者多数の場合は面接を実施する。 

 

【プログラム概要】 

      Taiwan Tech Summer Program 2019 Outline 

 

【応募方法】以下の応募用紙を工系国際連携室（本館2階249号室）に直接持参してください。 

      Taiwan Tech Summer Program 2019 Application Form 

 

【応募締切】 2019年 5月28日(火) 正午 

 

【申請書提出先】事前にメールでアポイントを取り（ko.intl@jim.titech.ac.jp 担当：奥田／栗山） 

工系国際連携室（本館2階249号室）へ直接持参してください。 

書類提出の際に、志望動機等についてお伺いします。                    

        国立台湾科技大学に直接応募することはできません。 

 

【公募結果通知予定日】5月30日(木)  

 

 

 

 

********************************************************************************************************* 

 

 

【単位付与】 

単位取得を希望する学生には、後述の【事前・事後学習】の参加等を条件に、以下の科目の単位が付与される。 

1. 学士課程の1年生および2年生の参加については、「グローバル理工人研修入門1C」の単位が付与される。 

http://www.eng3.e.titech.ac.jp/~inter/files/Taiwan_Tech_Summer_Program_Outline_2019.pdf
http://www.eng3.e.titech.ac.jp/~inter/files/Application_Form_Taiwan_Tech_Summer_Program_2019.doc
mailto:ko.intl@jim.titech.ac.jp


2. 学士課程の3年生および下記の条件を満たす4年生の参加については、「グローバル理工人研修1C」の単位が付与

される。 

1) 当該海外派遣プログラムにより得られる単位の有無が、卒業に影響を及ぼさない。 

2) 卒業あるいは大学院進学に関する必要な手続きに影響を及ぼさない。 

3．上記にかかわらず、「グローバル理工人研修」等の科目ではなく、所属学科の科目による単位付与が行われる場合が

ある。 

4. 修士課程の参加については、「国際研究研修1A」の単位が付与される。 

 

 

 

【事前・事後学習】 

※スケジュールは変更になる可能性があります。 

 

2019年6月中                  海外安全オリエンテーション（時間・場所：未定） 

    6月19日（水）15:05-16:35  プログラムオリエンテーション＆事前学習１（場所：未定） 

    7月17日（水）13:20-14:50  事前学習２（場所：未定） 

    10月頃                 留学報告会（時間・場所：未定） 

 

 

【プログラムの問合せ先】  

工系国際連携室 本館2階249号室 

e-mail: ko.intl@jim.titech.ac.jp  

電話：03-5734-3859（担当：奥田／栗山） 
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